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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1. Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normali¢ atio. con josée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl-c pou. <pjet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les « maines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Norr. es internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité n~tior.al intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et nca gou. rnementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroiteme.t avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (1ISO), selon des conditions fixées par accord entre les der.x organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniqc:s re, résentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Cr.nités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommana.t coovinternationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigques ou guides et agréés comme tel. par Its Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comites na ‘one ux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Noines ‘nternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme e le CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans c/ tte deri.iere.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage ~or.ime indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des ‘lémints de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle o. Je droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels u. it de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61191 « 7 été établie par le comité d'études 91 de la CEl:
Technique du montage en surfac .

Le texte de cette norme est iesu d«s documents suivants:

FDIS Rapport de vote
[ 91/131/FDIS 91/146/RVD

Le rapport de vote incigué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approeation du cette norme.

La CEI 61121 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de
cartes imprimees

Portie 2: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Da, 2 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour
montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de
trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.
L'annexe D est donnée uniqguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1: Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardiz *tion ~omurising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC .= to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electror.~ fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. 11eir preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the schiect dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmen.>| orgaiizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with th> Inte natirc nal Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by ~areemeat between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters expres —as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each te :hnical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for int:rnatioi.al use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted hy t.  Ni tional Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Jomi.ittees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possib!2 1 their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresp( ndina national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of ts stondards.

6) Attention is drawn to the possibility that some o1 tria 2lements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held respcniible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61191-Z he~ Feen prepared by IEC technical committee 91: Surface
mounting technology.

The text of this standard is Fazea on the following documents:

FDIS Report on voting

91/131/FDIS 91/146/RVD

L

Full informatior.on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicat~d ii..the above table.

IEC 61191 cosists of the following parts, under the general title Printed board assemblies

Part1: Ceneric specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
us‘ng surface mount and related assembly technologies

Pt 20 Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies
Faurt 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies
Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Annex D is for information only.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1: Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés
utilisant les techniques de montage en surface et associées

1 Domaine d'application

La présente spécification établit les exigences relatives aux matériaux, méthodes et-criiires
de vérification utilisés dans le cadre de la production d'interconnexions et d'ensembles brosées
de qualité faisant appel a la technique de montage en surface ainsi qu'a des te ‘hnicves de
montage associées. La présente spécification comprend également des recomi.andations
concernant la qualité des processus de fabrication.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, = suite de la référence
gui y est faite, constituent des dispositions valables pour la nri:isente partie de la CEl 61191.
Au moment de sa publication, les éditions indiquées étaie~t cn vigueur. Tout document
normatif est sujet a révision et les parties prenantes aux ¢ccords fondés sur la présente partie
de la CEI 61191 sont invitées a rechercher la pessivilitc. < appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-aprés. Lus membres de la CEl et de I'ISO
possédent le registre des Normes internationales e: vigu2ur.

CEI 60050(541):1990, Vocabulaire Electrotechnique International — Chapitre 541: Circuits imprimés

CEIl 60721-3-1:1987, Classification des. ccrnid:ions d'environnement — Partie 3: Classification
des groupements des agents d'enviror..i2nit et de leurs sécurités — Stockage

CEl 61188-1-1:1997, Cartes irip:‘mees et cartes imprimées équipées — Conception et
utilisation — Partie 1-1: Prescrii.tions génériques — Considérations concernant la planéité
d'ensembles électroniques

CEIl 61188-2:—, Concey tion et utilisation des circuits imprimés et des ensembles de cartes
imprimées — Partie” 2: Cuide d'emploi des matériaux de base de circuits imprimés -
Technologie de mon.age en surface 1)

CEIl 61189-1:.99" Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d’inter-
connexion ¢t lec ensembles — Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie

CEl 1139-3:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d’inter-
cor.nexic.) et les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imarimées)

C.Zl 61190-1-1:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences pour les flux de brasage 1)

CEIl 61190-1-2:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences pour les crémes a braser 1)

1) A publier.
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1. Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

1 Scope

This specification prescribes requirements for materials, methods and verification critcria for
producing quality soldered interconnections and assemblies using surface mounted.a: d re.ated
assembly technologies. Also included are recommendations for good manufacturing nrocesses.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, thiaygi. reicrence in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61191. At the time of publica.ion  the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and partics to agreements based
on this part of IEC 61191 are encouraged to investigate the rnssibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below:Me.2bers of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60050(541):1990, International Electrotechnica’ /ocabulary — Chapter 541: Printed circuits

IEC 60721-3-1:1987, Classification of environmental conditions — Part 3: Classification of
groups of environmental parameters and the:.: severities — Section 1. Storage

IEC 61188-1-1:1997, Printed boards &/ prii ted board assemblies — Design and use — Part 1-1:
Generic requirements — Flatness ‘con.idej ations for electronic assemblies

IEC 61188-2: —, Design and uc= r>quirements of printed boards and printed board assemblies —
Part 2: Guide to the use ¢/ printed wiring board substrate materials — Surface mount
technology 1)

IEC 61189-1:1997, Te.t methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies — Part 1: Ccneral test methods and methodology

IEC 61189-3:.097, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies - Part 3: Test methods for interconnecting structures (printed boards)

IEC 612%0-1-1:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-1: Requirements for
20ldexing Jluxes 1)

IEC 61190-1-2:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-2: Requirements for
soldering pastes 1)

1) To be published.


https://www.stdhive.com/standards/iec-61191-1-ed-10-b1998-pdf/

- 10 - 61191-1 0 CEI:1998
CEIl 61191-2:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour montage en surface

CEIl 61191-3:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEIl 61191-4:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage de bornes par brasage

CEIl 61192-1:—, Soudures — Partie 1: Evolution de la qualité des joints soudés 1)

CEIl 61249-8-1:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Partie 8-1: Série de spe ~ifi-
cations intermédiaires pour les films et revétements non conducteurs — Film flexibi> «»
polyester recouvert de colle 1)

CEIl 61249-8-2:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Partie 8-2: Série de spécifi-
cations intermédiaires pour les films et revétements non conducteurs — Film flexible de
polyimide recouvert de colle 1)

CEl 61249-8-3:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Partie 8-1: Sér > de spécifications
intermédiaires pour les films et revétements non conducteurs — Film a tra..nor.<e colle 1)

CEIl 61249-8-8:1997, Matériaux pour structures d'interconnexion — ~-artie 8: Collection de
spécifications intermédiaires pour les films et revétemeni.. ron conducteurs — Section 8:
Revétements amovibles de polymere

CEl 61340-5-1:—, Electrostatique — Partie 5-1: Spéc.ficalizn relative a la protection des
dispositifs électroniques contre les phénoménes électrusta.’ques — Prescriptions généralesl)

CEIl 61340-5-2:—, Electrostatique — Partie 5-2: Specifization pour la protection des dispositifs
électroniques contre les phénoménes électrostatiques — Guide de I'utilisateur 1)

CEl 61760-2:—, Technigue du montage 1. curface — Partie 2: Transport et stockage des
composants pour montages en surface~(C.n!") — Guide d'applicationl)

CEIl 62326-1:1996, Cartes imprimécs — ~artie 1: Spécification générique

CEI QC 200 012:1996, Plan de i'2::rément de procédé pour les unités de conception de cartes
imprimées

CECC 100015: Spérificctions de base: Protection des produits sensibles aux décharges
électrostatiques

ISO 9001:199+%, Systen.es qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en conception,
développeme t, production, installation et prestations associées

ISO 9012:1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en production,
insta'latian et prestations associées

'O 9 153:1990, Alliages de brasage tendre — Composition chimique et formes

ISD 9454-1:1990, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

ISO/DIS 9454-2:—, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

1) A publier
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IEC 61191-2:1998, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements
for surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3:1998, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements
for through-hole mount soldered assemblies

IEC 61191-4:1998, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements
for terminal soldered assemblies

IEC 61192-1:—, Soft soldering — Part 1: Assessment of the quality of soldered joints 1)

IEC 61249-8-1:—, Materials for interconnection structures — Part 8-1: Sectional specification
set for non-conductive films and coatings — Adhesive coated flexible polyester film 1)

IEC 61249-8-2:—, Materials for interconnection structures — Part 8-2: Sectional specification
set for non-conductive films and coatings — Adhesive coated flexible polyimide film 1)

IEC 61249-8-3:—, Materials for interconnection structures — Part 8-3: Sectional specification
set for non-conductive films and coatings — Transfer adhesive film 1)

IEC 61249-8-8:1997, Materials for interconnection structures — Part 8: Sectional specification
set for non-conductive films and coatings — Section 8: Temporary polymer coatings

IEC 61340-5-1:—, Electrostatics — Part 5-1: Specification for the protection of electronic devices
from electrostatic phenomena — General requirements 1)

IEC 61340-5-2:—, Electrostatics — Part 5-2: Specification for the protection of electronic devices
from electrostatic phenomena — User guide 1)

IEC 61760-2:—, Surface mounting technology — Part 2: Transportation and storage conditions
of surface mounting devices (SMD) — Application guide 1)

IEC 62326-1:1996, Printed boards — Part 1: Generic specification
IEC QC 200 012:1996, Process assessment schedule for printed board design facilities
CECC 100015: BS — Protection of electrostatic sensitive devices

ISO 9001:1994, Quality systems — Model for quality assurance in design, development,
production, installation and servicing

ISO 9002:1994, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing

ISO 9453:1990, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

ISO 9454-1:1990, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1:
Classification, labelling and packaging

ISO/DIS 9454-2:—, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2:
Performance requirements

1) To be published.





